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 报告说明: 

     博思数据研究中心发布的《2011-2015年中国IC先进封装行业深度调研与投资前景研究报告

》共十八章。首先介绍了中国IC先进封装行业的概念， 接着分析了中国IC先进封装行业发展

环境，然后对中国IC先进封装行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国IC先进封

装行业面临的机遇及发展前 景。您若想对中国IC先进封装行业有个系统的了解或者想投资该

行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。  

    IC先进封装主要指IC载板封装,主要包括BGA、CSP、FC、LGA型封装,应用领域主要包括手

机、内存、PC、网络通信、消费类电子等诸多领域。先进封装技术由于其更小的面积、更低

的成本,未来必将对传统封装进行全面的替代。先进封装的增长潜力远远高于传统封装行业,是

全球各大封装未来发展的主要方向。 

 

 第一章　IC封装产业相关概述 

 第一节　IC封装涵盖 

 第二节　IC封装类型阐述 

 第三节　明日之星&mdash;&mdash;TSV封装  

第二章 2011年世界IC封装产业运行态势分析 

 第一节 2011年世界IC封装业运行环境浅析 

 第二节 2011年世界IC封装运行现状综述分析 

 第三节 2011年世界IC封装重点企业运行分析 

 第四节 2011-2015年世界IC封装业趋势探析  

第三章　2011年中国IC封装行业市场运行环境解析 

 第一节　2011年中国宏观经济环境分析 

 第二节　2011年中国IC封装市场政策环境分析 

 第三节　2011年中国IC封装市场技术环境分析  

第四章　2011年中国IC封装产业整体运行新形势透析 

 第一节　2011年中国IC封装产业动态聚焦 

 第二节　2011年中国IC封装产业现状综述 

 第三节　2011年中国IC封装产业差距分析 

 第四节　2011年中国IC封装产思考 



 第五章 2011年中国IC封装技术研究 

 第一节 2011年中国IC封装技术热点聚焦 

 第二节 高端IC封装技术  

第六章2011年中国高端IC-3D封装市场探析（3D-IC封装） 

 第一节3D集成系统分析 

 第二节2011年中国高端IC-3D封装发展总况 

 第三节高端IC-3D封装研究进展 

 第四节3D-IC集成封装系统（SiP）的可行性研究  

第七章　2011年中国IC封装测试领域深度剖析 

 第一节　2011年中国IC封装测试业运行总况 

 第二节　新型封装测试技术  

第八章　2007-2011年中国集成电路制造行业数据监测分析 

 第一节　2007-2011年中国集成电路制造行业规模分析 

 第二节　2011年一季度中国集成电路制造行业结构分析 

 第三节　2007-2011年中国集成电路制造行业产值分析 

 第四节　2007-2011年中国集成电路制造行业成本费用分析 

 第五节　2007-2011年中国集成电路制造行业盈利能力分析  

第九章　2011年中国IC封装产业运行新形势透析 

 第一节　2011年中国IC封装产业运行综述 

 第二节　2011年中国IC封装产业变局分析 

 第三节　金融危机对中国IC封装业影响及应对分析 

 第四节　2011年中国IC封装业面临的挑战分析 

 第五节　对发展我国IC封装业的思考  

第十章　2011年中国IC封装细分市场运行分析 

 第一节　手机IC封装市场 

 第二节　手机基频封装 

 第三节　智能手机处理器产业与封装 

 第四节　手机射频IC 

 第五节　PC领域先进封装  

第十一章　2011年中国封装用材料运行分析 

 第一节　金线 

 第二节　IC载板  



第十二章　2011年中国分立器件的封装发展透析 

 第一节　半导体产业中有两大分支 

 第二节　分立器件的封装及其主流类型 

 第三节　2011年中国分立器件的封装现状综述  

第十三章　2011年中国IC封装产业竞争新格局探析 

 第一节　2011年中国IC封装竞争总况 

 第二节　2011年中国IC封装产业集中度分析 

 第三节　2011-2015年中国IC封装竞争趋势分析  

第十四章 2011年中国半导体（集成电路）封装重点企业运营财务状况分析 

 第一节 长电科技（600584） 

 第二节 深圳赛意法微电子有限公司 

 第三节 南通富士通微电子股份有限公司 

 第四节 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司 

 第五节 英特尔产品（成都）有限公司 

 第六节 无锡菱光科技有限公司 

 第七节 恒宝股份有限公司 

 第八节 南京汉德森科技股份有限公司 

 第九节 深圳市比亚迪微电子有限公司 

 第十节 常州市欧密格电子科技有限公司  

第十五章 2011年中国芯片封装重点企业关键性财务指标分析 

 第一节 安靠封装测试（上海）有限公司 

 第二节 沛顿科技（深圳）有限公司 

 第三节 淄博凯胜电子技术有限公司 

 第四节 河南鼎润科技实业有限公司 

 第五节 盟事达智能卡技术（深圳）有限公司  

第十六章 2011年中国封装材料企业运营竞争性指标分析 

 第一节 汉高华威电子有限公司 

 第二节 厦门惠利泰化工有限公司 

 第三节 福建易而美光电材料有限公司 

 第四节 无锡创达电子有限公司 

 第五节 鼎贞（厦门）系统集成有限公司 

 第六节 无锡市江达精细化工有限公司 



 第七节 陕西华电材料总公司 

 第八节 无锡嘉联电子材料有限公司  

第十七章　2011-2015年中国IC封装业前景预测分析 

 第一节　2011-2015年中国IC封装业前景预测 

 第二节2011-2015年中国IC封装产业新趋势探析 

 第三节　2011-2015年中国IC封装市场前景预测 

 第四节　2011-2015年中国IC封装市场盈利预测  

第十八章　2011-2015年中国IC封装业投资价值研究 

 第一节　2011年中国IC封装产业投资概况 

 第二节　2011-2015年中国IC封装投资机会分析 

 第三节　2011-2015年中国IC封装投资风险预警 

 第四节　专家投资观点 
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     本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自 国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。 
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